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MEMORTA DESCRIPTIIVA
que se presenta para unir a la solicitud
de
PATENTE DE INVENCION
formulada el 14 de Noviembre de 2.960, con el Nim. 262.45%
en
ESPAfA
por VEINTE afios
a nombre de J. STONE & COMPANY (DEPTFORD) LIMITED, entidad bri-
ténica, establecida en Deptford, Londres, Inglaterra, por:

"UNA DISPOSICION DE HONTAJE PARA UN DISPOSITIVO SEMICONDUCTORM

Este invento se refiere a perfeccionamientos relativos a
la refrigeracién de rectificadores, transistores y dispositivos
semi-conductores andlogos pero especialmente a los rectificadores
de gormanio y silicio.

5 De acuerdo con nuestra Patente Espafiola ne 251.880, el dis-
positivo semiconductor estd montado por medio de un difusor dé
calor metdlico, sobre uné pared metdlica que sirve de soporte,
con la interposicidén de un disco o lémina delgados de material
aislante, de proferencia mica, micanita o similar. Este disco

10 0 lamina es hecho tan grande y delgado que no afecta seriamente
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a la conductividad térmica a su través y sin embargo, proporciona
un buen aislamiento eléctrico.

El presente invento trata de proporcionar una disposicién

de montaje psra un dispositivo semi-conductor, disposicidén semejan~

te, particular pero no exclusivamente, a la que e acaba de hacer
referencia, que dard un buen contacto transmisor del calor, redu~
ciendo o eliminando al miswo tiempo el riesgo de tensiones mecs~—

nicas inconvenientes susceptibles de presentarse cuando el dispo-

sitivo es fijado a una superficie plana, por ejemplo, cuando es

atornillado a la superficie plana de un difusor de calor.

De acuerdc con el invento, la base de la cdpsula o célula
semiconductora, tiene forma odnica y es alojada en una cavidad
complementaria en el difusor de calor o elemento andlogo al
que esté fijada. Con esta disposicidn, la tensidén estd concen~—
trada en direccidn axial y se evitan fuertes tensiones de fle-
xidn. |

Por via de ejemplo, van a ser descritas ghora dos realiza-
ciones del_invento, con mas detaile y con referencia a los dibuw-
jos que se acompaflan, en los cuales: |

la figura 1 es una seccidén transversal de una disposicién
de montaje para sostener un rectificador en la pared de una ca-
Jas

la figura 2 es un alzado terminal, a menor escala, mostran-
do un rectificador montado en un cuerpo con aletas y

la figura 3 es un alzado del mismo.

Con referencia a la figura 1, la disposicién general es
similar a la descrita con referencia a las figuras 1 y 2 de
la Patente antes citada. Sin embafgo, el difgsor de calor 1, de
cobre aluminio u otro material buen conductor del calor, tiene

el espesor suficiente para poder practicar en el mismo una ca-
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vidad cbénica 2, de la mitad de su espesor, aproximadamente, con
el fin de recibir la base conica truncada complementaria 3,‘de la
cépsula o célula 4 del rectificador de germanio, del cual solo

se represents una parte. De modo adecuado, el éngulo en el vérti-
ce del cono es de unos 90¢ pero puede emplearse cualquier éngﬁlo
en el vertice hasta de unos 1209. Una parte marginal 5 de’ la
base, por fuera de la parte cdnica, estd dispuesta de tal modo que
quede separada y no se apoye en el cuerpo l.

Tal como se describe en la Memoria antes mencionada, va in-
terpuesto un disco delgado de mica 6 o andlogo, entre el cuerpo 1
del difusor de calor y la parte de almohadilla 7 de la pared de
una caja, vor ejemplo, de aluminio fundido, en la cual estdq mon~
tado el rectificador. Un manguito aislante 8, por ejemplo, un
manguito cerdmico, rodea el vastago rqscado 9y mediante el cuad,
el rectificador es fijado cbn ayuda de la tuerca 10, La tuerca 10
se apoya en la base de una cavidad 11 practicada en un saliente
de la pared 7 mediante una arandela antivibrante 12, una arande-
la plana 13 y una arandela de miga 14 y no actua directamente so-
bre el manguito 3. De modo conveniente y como se representa, el
manguito 8 penetra en un rebajo ensanchado 15 en el cuerpo l. La
almohadilla por su parte, lleva un rebajo ensanchado 16. El vdsta-
%0 9 que atraviesa 1ibrements el agujero 17 del cuerpo 1, ostéd
rebajado con relacidn al didmetro del nicleo, en 18, inmediata=
mente por debajo de la parte de la base 3 de la cdpsula 4. La
cavidad 11 estd rellena de una pasta aisladora de la electrici-
dad que al fraguar se solidifica y estd cerrada por un disco de
aluninio 19.

Las figuras 2 y 3 ilustran le manera en que la cdpsula 4
del rectificador pusde ser montada, de modo similar, por su

base cdonica 3, en una cavidad coénica 2 g en la parte de almoha-
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dilla 7 a8 de un cuerpo disipador de calor 1 a dotado de una plura=
lidad de aletas 20. En este caso, la cdpsule 4 estd atornillada
directamente al cuerpo con aletas 1 a, que estd aislado eléctri-

camente de las partese que los soportan por medios que no estan 'i:;

representados. La base cénica 3 penetia en una cavidad 17 g en
ol cuerpo‘l 2« El cuerpo 1 g con sus aletas 20, pvede ser fabrica-
do por extrusidn.

El drea de contacto més pequefia obtenida con la base coni-
ca 3, premite hacer con seguridad un buen contacto con el cuerpo
1 o1 ay sin que la transmisién de calor sufra menoscabo con compa-
racidn con la obtenidé con una base plana. En rcalidad, puede ser
mejor que la obtenida con una base plana si esta no es absolutamen—
te plana, por ejemplo, si es ligersmente céncava. No obstante, el
riesgo de que =e produzcan‘tensiones indeseables sobre el disposiw-
tivo semi-conductor, es eliminado eficazmente.

Esta solicitud que corresponde a la presentada en Gran Breta-

fia con fecha 16 de Diciembre de 1.959, bajo el Nimero 42.779/59,
80 acoge a 1os:beneficios del articulo 51 del vigente Estatuto so-

bre Propiedad Inaustrial.

NOTA

Los puntos de invencidn propia y nueva que se presentan para
que sean objato de esta Patente de Invencidén en Espafia, por VEINTE
aflos, son los siguientes:

19,~ Una disposicidn de montaje para un dispositivo semicon-
ductor, tal como un rectificador o un transistor, en la cual 1a
base de la cédpsula o célula semiconductora estd hecha con confi-

guracidn cénica y alojada en un rebajo complementario en un cuerpo
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de disipacidn térmica o similar:al cual estd asegurado.

22,~ Una dispbsicién segin el punto 12, en el cual la cép-
sula o célula semiconductbra eété asegurada a un cuerpo de disi~
pacién térmica y a una pared de soports, de la cual dicho cuerpo
estd separado por un delgado disco de material aislante.

32,- Una disposicidén segin el punto 12, en el cual la cép=—
sula o célula semiconductora estd asegurada a un cuerpc con ale-—
tas disipador del calor.

49 .- Uhé disposicidn segin los puntos 19, 22, 6 392, en la
cual la base cénica se extien&e mds alld del rebajo complementa-
rio déntro de un agujero o rebajo del cuerpo de disipacién térmica

~ ..

o similar.

52,- Una disposicién segun cualquiera delloé puntos 22 y
49, en la cual la cdpsula o célula semiconductora estd asegurada
poOT un esparrago abragado por un manzuito aislante que atravie~-
sa la pared y penetra en un rebajo del cuerpo de disipacidn tér—
mica.

62,~ Una disposicibén de montaje para un dispositivo semicon-—
ductors

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, Tepro-—
sentado en el dibujo que se acoupaila y con los fines que se han
especificadoe

Esta Memoria consta de cinco hojas, escritas a mdguina por

una sola carae

C A
Maazta, - 1 Dib W
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